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SOUDABOND SDK

Specialni pénové lepidlo na bazi polyuretanu. Vyvinuto pro rychlé, efektivni a Cisté lepeni sadrokartonovych desek
na bézné stavebni povrchy. Zajistuje vyraznou Usporu nakladu a €asu pfi instalaci stavebnich desek.

Technicka data:

Baze Polyuretan

Konzistence stabilni péna

Systém vytvrzovani vlhkostni

Tvorba slupky (*) cca 8 min.

Rychlost vytvrzovani (*) cca 30 min. - lepici pruh @ 30 mm T

Moznost ofezu (*)

cca 50 min. - lepici pruh 30 mm

Finalni vytvrzeni (*)

112 hod. (lepici pruh @ 30 mm)

Postexpanze minimalni
Tepelna vodivost (DIN 52612) cca 0,035 W/m.K
Pevnost v tahu (DIN EN 1607) 0,19 N/mm?
Pevnost ve smyku (DIN EN 12090) 0,142 N/mm?
Modul pruznosti ve smyku (DIN EN 12090) 0,489 N/mm?

Teplotni odolnost (po vytvrzeni)

-40°C az +90°C, kratkodobé +120°C (do 1 hod.)

(*) méreno pfi 20°C, 65% r.v. Tyto hodnoty se mohou lisit dle konkrétnich podminek jako je teplota, vihkost, typ povrchu atd.

Charakteristika:

az 30% uspora Casu pfi lepeni stavebnich desek
vynikajici po€ate¢ni pfilnavost i pfi nizkych teplotach
ekonomické vyuziti lepidla diky preciznimu davkovani
z jednoho baleni nalepite az 14 m? desek

uréeno k lepeni na svislé stény

Ize aplikovat pfi teplotach od +5°C do +35°C

nizka tepelna vodivost lepidla (0,035 W/m.K) zvySuje
tepelné izola¢ni vlastnosti konstrukce

lepidlo po vytvrzeni zlstava pruzné, nekfehne
vyrovnava ne zcela rovné povrchy

minimalni expanze zajistuje pfesnou instalaci desek
znacna Uspora nakladl na manipulaci ve srovnani s
konvenénimi lepidly, nebo lepicimi maltami

odolné vuci riiznym rozpoustédlim, barvam a chemikaliim
nestarne ani nedegraduje (nutno chranit pred UV zafenim)
vodé odolné (neni vodotésné), neobsahuje rozpoustédla

Priklady pouziti:

= (Cisté, rychlé a ekonomické lepeni stavebnich desek

= lepeni desek ze sadrokartonu, sadrovlaknitych, OSB apod.
= vyplfiovani spar kolem a mezi jednotlivymi deskami

Provedeni:
Barva: oranzova, Baleni: aerosolové plechovky 750 ml

Skladovatelnost:
18 meésicu od data vyroby v neotevieném obalu pfi teplotach
+5°C az +25°C. Skladujte ve svislé poloze, ventilem vzhiru.

Podklady:

Bézné stavebni podklady jako je beton, zdivo, kamen, omitka,
dfevo, bitumenové natéry, bitumenové félie s piskovym nebo
bfidlicovym povrchem, polystyren, polyuretanova a fenolova
péna, oSetfené ocelové plechy a profily, viakno-cement,

porobeton, drevotfiska, sadrokarton, sadrovlaknité desky apod.

Podklad musi byt soudrzny, Cisty, bez prachu a mastnoty nebo
pfipadnych odbedriovacich pfipravkl apod. Povrch muze byt
mirné vlhky, ale ne mokry. Odstrarite z povrchu pfipadné
cementové krusty a sintrové vrstvy. Z bitumenovych pas(
odstrarite pfipadné bubliny a lepidlo zde nanaSejte celoplo$né.
Nema pfilnavost na PE, PP, PTFE a silikon.

Doporucujeme ovéfit pfilnavost lepidla na v§ech podkladech.

Pracovni postup:

Pred aplikaci zakryjte vSechny pfilehlé oblasti pro ochranu pred
znecisténim. Ve vétrnych podminkach je pfijméte opatieni, aby
pénové lepidlo neznedistilo okoli. PFi lepeni v interiéru zajistéte
dobré vétrani.

Plechovku protfepejte min. 20 x a nasroubujte na aplikaéni
pistoli. Regulaéni Sroub pistole nastavte dle pozadovaného
praméru pruhu nanaseného lepidla. Spicku aplikaéni pistole, pfi
nanaseni lepidla, drzte 1 - 2 cm nad podkladem. V prabéhu
prace dozu opakované protiepavejte.

Lepené desky pfitisknéte na sténu do cca 8 minut od naneseni
lepidla (20°C-65% r.v. doba je kratSi pfi vyssi teploté/vihkosti a
delSi pfi nizsi teploté/vihkosti). Na usazené desky
nepoklepavejte ani je neodlepujte. V pfipadé nutnosti je, po
odlepeni desky, ji potfeba odistit a lepidlo a nanést znovu. PFi
praci za vysokych teplot a nizké drovné vzdusné vihkosti,
vytvrzeni lepidla urychlite mirnym navihéenim podkladu.

Lepeni sadrokartonu

Predem ovérte soudrznost podkladu. Na povrch nalepte
samolepici pasku a ihned ji strhnéte. Pokud na pasce ulpi stara
barva nebo omitka, podklad neni dostate¢né soudrzny.
Nedrzici ¢asti povrchu odstrarte, nesoudrzné savé podklady
oSetfete Soudal Hloubkovou penetraci.

Pénové lepidlo vypIni nerovnosti do 30 mm. Pro instalaci SDK
desek SirSich nez 50 cm naneste ffi svislé pruhy lepidla, pfi
Sifce desky pod 50 cm staci nanést dva svislé lepici pruhy.

Do 1 hod od nalepeni desky nijak nezatéZujte. VeSkeré spary
vypliite Soudabond SDK, po vytvrzeni pfebytecné lepidlo
odfiznéte nozem.

Aplikacni teplota: +5°C az +35°C (podklad), +5°C az +25°C
(obsah plechovky) - optimalné +15 az +25 °C. Pfipadné teplotu
obsahu ddzy upravte ponofenim do studené nebo teplé vody.
Cisténi: pred vytvrzenim pénu odstrafite Soudal Cistiéem PU
pény nebo ubrousky SWIPEX, po vytvrzeni mechanicky a
Soudal Odstrafiovacéem PU pény.

Opravy: Soudabond SDK

Bezpecnost: Dodrzujte bézné zasady hygieny prace. Pouzijte
ochranné rukavice a bryle. Vytvrzenou pénu neodstrariujte
opalovanim, pouze mechanicky. Pouzivejte pouze v dobfe
vétranych prostorach. Dal$i pokyny viz. obal vyrobku a
bezpecnostni list.

Poznamka: Tento technicky list nahrazuje véechny predchozi verze. Udaje obsaZené v tomto dokumentu jsou vysledkem nasich testd a nasich zkugenosti a byly uvedeny v dobré vie.
S ohledem na rozmanitost materialt i jejich povrchu a Sirokému spektru moznych aplikaci, které jsou mimo nasi kontrolu, nemtzeme pfijmout Zadnou odpovédnost za dosazené vysledky.
Vzhledem k tomu, Ze povaha a kvalita podkladu i podminky zpracovani jsou mimo nasi kontrolu, vydanim tohoto dokumentu nepfijimame Zadnou odpovédnost. V kazdém pfipadé
doporucujeme vzdy provést pfedbézné testy. Soudal si vyhrazuje pravo upravovat produkty bez predchoziho upozornéni.
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